
PL2303 USB 转 RS232控制器            
                PowerAVR    2004.12 
产品特性： 
 1：完全遵从 USB 1.1协议； 
 2：支持到 RS-232接口的转换； 
 3：支持自动握手模式； 
 4：支持远程唤醒和电源管理； 
 5：发送和接收拥有独立的 256 Bytes 缓冲； 
 6：支持内部 ROM和外部 EEPROM配置器件； 
 7：内建 USB收发器； 
 8：内建晶体震荡器支持运行频率 12 Mhz； 
 9：支持Windos98/ME,2000,XP,Windos CE 3.0,CE.NET,linux,和Mac OS; 
 10：28脚小型 SOIC封装； 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内部框图： 
 



 

 
 
 
 
 
简述： 
 PL2303用于实现 USB和标准 RS-232串行端口之间的转换，两个独立的大型缓冲用于
两种总线的连接.大型数据缓冲器用于 USB的批量数据传输.自动握手模式可用于串行通讯，



因而可以达到远大于标准 UART控制器的波特率. 
 PL2303 支持 USB 电源管理和远程唤醒协议.当主机挂起时消耗极小的电能.所有功能集
成在 SOIC-28封装内.芯片亦可以安装在电缆线中，用户只要简单地把联在电脑主机或 USB 
HUB上，就可以实现与 RS-232器件的通信. 
表 1： 
引脚

编号 
名字 类型 引脚描述 

1 TXD 输出 数据输出到串口； 
2 DTR_N 输出 数据终端准备好，低电平有效； 
3 RST_N 输出 发送请求，低电平有效； 
4 VDD_232 电源 RS-232供电电源，RS-232输出信号（PIN1 ~ PIN3）为 5V

电平，可以在 3V 和 3.3V 电源下操作，VDD_232 必须与
RS-232接口使用同一电源（RS-232输入电平应在 3 ~ 5之
间）； 

5 RXD 输入 串口数据输入； 
6 RI_N 输入 振铃指示，低电平有效； 
7 GND 电源 地； 
8 VDD 电源 电源正端； 
9 DSR_N 输入 数据设备准备好，低电平有效； 
10 DCD_N 输入 数据传送检测，低电平有效； 
11 CTS_N 输入 清除发送，低电平有效； 
12 SHTD_N 输出 关闭 RS-232收发器； 
13 EE_CLK 输入 /输

出 
在复位期间这个引脚用于仿真，在正常操作期间，这个脚

是串行 ROM的时钟； 
14 EE_DATA  输入 /输

出 
串行 ROM数据信号； 

15 DP 输入 /输
出 

USB DPLUS 信号； 

16 DM 输入 /输
出 

USB DMINUS 信号； 

17 VDD_3V3 电源 USB收发器 3.3V电源； 
18 GND_3V3 电源 电源地； 
19 RESET 输入 系统复位； 
20 VDD 电源 电源正端； 
21 GND 电源 电源地； 
22 TRI_STATE 输入 端口状态，此引脚在复位后被采样； 

高电平：RS-232输出在休眠期间停止工作； 
低电平：RS-232输出 tri-state在休眠期间； 

23 LD_MD/ 
SHTD 

输入 /输
出 

负载设置/掉电指示.此引脚在复位期间为输入采样，用
220K 上拉电阻用于指示重型 USB 设备（500mA），220K
电阻接地指示轻型负载，复位后，此引脚变成输出，输出

负的 SHTD_N信号； 
24 VDD_PLL 电源 PLL电源供应 5V； 



25 GND_PLL 电源 PLL电源地； 
26 PLL_TEST 输入 PLL测试模式设置； 
27 OSC1 输入 震荡器输入； 
28 OSC2 输出 震荡器输出； 
 

支持数据格式与编程波特率发生器 
PL2303 USB转 RS-232控制器支持常用的数据格式和可编程的波特率发生器，支持的数据
格式如下表 2，波特率发生器支持高达 1.2M的波特率，如下表 3； 

 



 
 
 

外接 EEPROM与器件的配置 
PL2303 允许保存配置数据在外部 EEPROM，复位后，通过检查 EEPROM的开始两字节，
如果值为 067Bh，EEPROM内部数据被认为是有效的配置而读入内部作为芯片的典型设置，
否则，将使用芯片默认设置，EEPROM的目录如下表 4； 

 
 
 
 



表 5：器件配置寄存器 

 

 
 

电气参数： 
 

极限参数： 

 



直流特性： 

 

温度特性： 

 

USB收发器特性： 

 
 

时钟特性： 



参数 最小 典型 最大 单位 
运行频率 11.976 12.000 12.024 Mhz 
时钟周期 83.1 83.3 83.5 nS 
占空比 45 50 55 % 
 
 
封装尺寸：28脚 SSOP封装 

 

外观图： 

 


